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ダイヤモンドライクカーボン (DLC) 膜はsp2結合によるグラファイト構造とsp3結合によるダイヤモンド構造を併せ持ち、低

摩擦性、耐摩耗性や高硬度などの優れたトライボロジー特性を有する。その熱輸送特性は、膜厚数100 nmの膜における熱伝導

率が0.2 ~ 4.8 W/(m･K)と報告されている[1]。DLC膜は、TiやSi等のドープによるトライボロジー特性の改良が知られており[2] 

[3]、同様に熱伝導率の変化が期待される。そこで本研究では、TiドープしたDLC (Ti-DLC) 膜 と、ノンドープDLC膜をスパッ

タ法により作製し、Tiドーピングが熱伝導率に与える影響を調べた。 

Ti-DLC膜は炭素ターゲットおよびTiターゲットを用いた2元同時放電スパッタにより作製した。成膜条件は、炭素ターゲ

ット側は放電電力200 WのDCマグネトロンスパッタ、Tiターゲット側は放電電力50～150 Wの4パターンのRFマグネトロ

ンスパッタとした。ノンドープDLC膜は炭素ターゲットのみを用いた放電電力200 WのDCマグネトロンスパッタ法により作

製した。いずれの成膜においても無加熱の合成石英ガラス基板を用い、膜厚の公称値は200 nmとした。Fig. 1にX線光電子分

光 (XPS) より評価した各膜における炭素濃度、酸素濃度のTi濃度に対するプロットを示す。膜中Ti濃度の増加に伴い、炭素濃

度は単調に減少するが、酸素濃度はTi濃度が20 at.%付近を境に増加傾向から減少傾向に転じた。Fig. 2に裏面加熱－表面測温型

ナノ秒サーモリフレクタンス法により測定したTi-DLC膜の熱伝導率を示す。熱伝導率は、およそ2～8 W/(m·K)の範囲に分布す

るが、Ti濃度には単純に依存せず、膜中の各種化学結合との相関を検証する必要がある。 
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Fig. 1 The element concentrations analyzed by 

X-ray photoelectron spectroscopy. 
Fig. 2 Thermal conductivity of Ti-doped DLC films. 
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